柔性电子封装测试设备采购项目技术参数

主要技术参数：
1.真空热压封装区域：≥140 mm × 200 mm，器件厚度 ≤ 7 mm
2.重复定位精度： ±5 μm
3.压力范围：0–100 kg
4.腔体真空度：-10 ~ -70 kPa
5.基板温度：0–150 ℃
6.支持惰性气体（氮气/氩气）氛围封装（要求提供公开宣传资料或者说明书或者第三方检测报告作为证明文件）
7.散热方式：S 型液冷系统
8.点胶涂布模块封装区域 ：≤140 mm × 200 mm，器件厚度 ≤ 5 mm（要求提供公开宣传资料或者说明书或者第三方检测报告作为证明文件）
9.点胶针头：支持14–34 G 标准孔径
10.气压输出：0–400 kPa（0–58 psi）
11.刮涂刀片宽度：40 mm
12.基板加热：最高 90 ℃（带真空吸附）
13.同一设备集成真空热压、点胶、涂布三种封装模式，支持模式切换。（要求提供公开宣传资料或者说明书或者第三方检测报告作为证明文件）
14.支持自定义封装工序流程
15.支持设计封装工序、调节温度、压力、真空度及持续时间等参数（要求提供公开宣传资料或者说明书或者第三方检测报告作为证明文件）
16.集成高分辨率工业相机，支持选点定位与实时观测
17.支持简单图形绘制及文件导入（如 DXF/SVG）
18.封装胶类型：PDMS 密封胶、硅胶、环氧树脂、有机硅树脂、酚醛树脂、聚丙烯酸树脂
19.适用基材：PET、PI、PEN、Glass、Silicon Wafer 等软/硬质材料
[bookmark: _GoBack]20.适用器件范围：太阳能电池（钙钛矿/有机）、电致发光/变色器件；柔性电路、光电传感器、超级电容器、Hybrid 电路；微流控器件、电感线圈、可拉伸导电排线
